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TSIA 2023年第四季暨2023全年台灣IC產業營運成果出爐

根據WSTS統計，23Q4全球半導體市場銷售值達1,460億美元，較上季(23Q3)成長8.4%，較2022年同期(22Q4)成長11.6%；銷售量達2,234億顆，較上季(23Q3)衰退5.8%，較2022年同期(22Q4)衰退11.5%；ASP為0.653美元，較上季(23Q3)成長15.0%，較2022年同期(22Q4)成長26.1%。

23Q4美國半導體市場銷售值達385億美元，較上季(23Q3)成長8.9%，較2022年同期(22Q4)成長12.5%；日本半導體市場銷售值達114億美元，較上季(23Q3)衰退2.4%，較2022年同期(22Q4)衰退4.6%；歐洲半導體市場銷售值達136億美元，較上季(23Q3)衰退5.6%，較2022年同期(22Q4)成長2.1%；中國大陸半導體市場銷售值達454億美元，較上季(23Q3)成長16.0%，較2022年同期(22Q4)成長19.4%；亞太地區半導體市場銷售值達370億美元，較上季(23Q3)成長8.9%，較2022年同期(22Q4)成長11.3%。

2023年美國半導體市場總銷售值達1,337億美元，較2022年衰退5.3%；日本半導體市場銷售值達467億美元，較2022年衰退3.1%；歐洲半導體市場銷售值達560億美元，較2022年成長4.0%；中國大陸市場銷售值達1,551億美元，較2022年衰退14.0%；亞太地區半導體市場銷售值達1,353億美元，較2022年衰退10.1%。2023年全球半導體市場全年總銷售值達5,268億美元，較2022年衰退8.2%。
工研院產科國際所統計2023年第四季(23Q4)台灣整體IC產業產值(含IC設計、IC製造、IC封裝、IC測試)達新臺幣12,033億元(USD$38.6B)，較上季(23Q3)成長7.8%，較2022年同期(22Q4)成長0.5%。其中IC設計業產值為新臺幣3,000億元(USD$9.6B)，較上季(23Q3)成長4.2%，較2022年同期(22Q4)成長15.4%；IC製造業為新臺幣7,516億元(USD$24.1B)，較上季(23Q3)成長11.2%，較2022年同期(22Q4)衰退2.4%，其中晶圓代工為新臺幣7,089億元(USD$22.7B)，較上季(23Q3)成長12.2%，較2022年同期(22Q4)衰退2.0%，記憶體與其他製造為新臺幣427億元(USD$1.4B)，較上季(23Q3)衰退3.0%，較2022年同期(22Q4)衰退8.2%；IC封裝業為新臺幣1,029億元(USD$3.3B)，較上季(23Q3)衰退0.6%，較2022年同期(22Q4)衰退9.7%；IC測試業為新臺幣488億元(USD$1.6B)，較上季(23Q3)衰退0.4%，較2022年同期(22Q4)衰退8.3%。新臺幣對美元匯率以31.2計算。
工研院產科國際所預估2023年台灣IC產業產值達新臺幣43,428億元(USD$139.2B)，較2022年衰退10.2%。其中IC設計業產值為新臺幣10,965億元(USD$35.1B)，較2022年衰退11.0%；IC製造業為新臺幣26,626億元(USD$85.3B)，較2022年衰退8.8%，其中晶圓代工為新臺幣24,925億元(USD$79.9B)，較2022年衰退7.2%，記憶體與其他製造為新臺幣1,701億元(USD$5.5B)，較2022年衰退27.8%；IC封裝業為新臺幣3,931億元(USD$12.6B)，較2022年衰退15.6%；IC測試業為新臺幣1,906億元(USD$6.1B)，較2022年衰退12.8%。新臺幣對美元匯率以31.2計算。
2023年台灣IC產業產值統計結果

	億新台幣
	23Q1
	季成長
	年成長
	23Q2
	季成長
	年成長
	23Q3
	季成長
	年成長
	23Q4
	季成長
	年成長
	2023
	年成長
	24Q1 (e)
	季成長
	年成長

	IC產業產值
	10,084
	-15.8%
	-13.0%
	10,150
	0.7%
	-18.0%
	11,161
	10.0%
	-10.2%
	12,033
	7.8%
	0.5%
	43,428
	-10.2%
	11,409 
	-5.2%
	13.1%

	IC設計業
	2,400
	-7.7%
	-27.3%
	2,685
	11.9%
	-22.2%
	2,880
	7.3%
	-3.0%
	3,000
	4.2%
	15.4%
	10,965
	-11.0%
	2,845 
	-5.2%
	18.5%

	IC製造業
	6,279
	-18.4%
	-5.8%
	6,075
	-3.2%
	-15.6%
	6,756
	11.2%
	-11.6%
	7,516
	11.2%
	-2.4%
	26,626
	-8.8%
	7,077 
	-5.8%
	12.7%

	晶圓代工
	5,873
	-18.8%
	-1.6%
	5,647
	-3.8%
	-13.3%
	6,316
	11.8%
	-11.4%
	7,089
	12.2%
	-2.0%
	24,925
	-7.2%
	6,644 
	-6.3%
	13.1%

	記憶體與其他製造
	406
	-12.7%
	-41.8%
	428
	5.4%
	-37.3%
	440
	2.8%
	-13.7%
	427
	-3.0%
	-8.2%
	1,701
	-27.8%
	433 
	1.4%
	6.7%

	IC封裝業
	940
	-17.5%
	-14.5%
	927
	-1.4%
	-19.4%
	1,035
	11.7%
	-18.5%
	1,029
	-0.6%
	-9.7%
	3,931
	-15.6%
	1,000 
	-2.8%
	6.4%

	IC測試業
	465
	-12.6%
	-11.4%
	463
	-0.4%
	-19.5%
	490
	5.8%
	-11.7%
	488
	-0.4%
	-8.3%
	1,906
	-12.8%
	487 
	-0.2%
	4.7%

	IC產品產值
	2,806
	-8.5%
	-29.8%
	3,113
	10.9%
	-24.7%
	3,320
	6.6%
	-4.6%
	3,427
	3.2%
	11.8%
	12,666
	-13.7%
	3,278 
	-4.3%
	16.8%

	全球半導體市場(億美元)及成長率(%)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,268
	-8.2%
	-
	-
	-


資料來源：TSIA；工研院產科國際所 (2024/02)
2020 ~ 2024年台灣IC產業產值
	億新臺幣
	2020
	2020
成長率
	2021
	2021
成長率
	2022
	2022
成長率
	2023 
	2023 
成長率
	2024(e) 
	2024(e) 
成長率

	IC產業產值
	32,222
	20.9%
	40,820
	26.7%
	48,370
	18.5%
	43,428
	-10.2%
	50,116
	15.4%

	IC設計業
	8,529
	23.1%
	12,147
	42.4%
	12,320
	1.4%
	10,965
	-11.0%
	12,570
	14.6%

	IC製造業
	18,203
	23.7%
	22,289
	22.4%
	29,203
	31.0%
	26,626
	-8.8%
	31,038
	16.6%

	晶圓代工
	16,297
	2.1%
	19,410
	19.1%
	26,847
	38.3%
	24,925
	-7.2%
	29,060
	16.6%

	記憶體與其他製造
	1,906
	19.4%
	2,879
	51.0%
	2,356
	-18.2%
	1,701
	-27.8%
	1,978
	16.3%

	IC封裝業
	3,775
	9.0%
	4,354
	15.3%
	4,660
	7.0%
	3,931
	-15.6%
	4,362
	11.0%

	IC測試業
	1,715
	11.1%
	2,030
	18.4%
	2,187
	7.7%
	1,906
	-12.8%
	2,146
	12.6%

	IC產品產值
	10,435
	22.4%
	15,026
	44.0%
	14,676
	-2.3%
	12,666
	-10.2%
	14,548
	14.9%

	全球半導體市場(億美元)及成長率(%)
	4,404
	6.8%
	5,559
	26.2%
	5,741
	3.3%
	5,268
	-8.2%
	5,958 
	13.1%


資料來源：TSIA；工研院產科國際所 (2024/02)
說明：
· 註：(e)表示預估值(estimate)。
· IC產業產值=IC設計業+IC製造業+IC封裝業+IC測試業。

· IC產品產值=IC設計業+記憶體與其他製造。

· IC製造業產值=晶圓代工+記憶體與其他製造。

· 上述產值計算是以總部設立在台灣的公司為基準。
(新聞聯絡人：陳昱錡 經理 ; Tel:03-5917124 ; e-mail: doris@tsia.org.tw)
